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If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

I tilfælde af konflikt mellem den
danske og den engelske version,
er det den engelske version der er
gældende.

1.1 Omfang

Denne standard er en samling af visuelle kvalitets
godkendelseskrav for elektronikprodukter.

Denne standard angiver godkendelseskrav i forbindelse
med produktion af elektriske og elektroniske produkter.
Historisk set har standarder for elektronikprodukter
indeholdt en mere omfattende og vejledende beskrivelse
af principper og teknikker. For at få en bedre forståelse
for dette dokuments anbefalinger og krav, kan man benytte
denne standard sammen med IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820
og IPC J-STD-001.

Standardens kriterier skal ikke bruges til at definere
processer til gennemførelse af produktionsprocesser, ej
heller at godkende reparation/modifikation eller ændringer
i kundens produkt. For eksempel medfører kriterierne i
forbindelse med fastgørelse af komponenter ved limning
ikke forudsætning/godkendelse/krav om fastgørelse med
lim, ej heller medfører eksemplet med en leder der er viklet
omkring en terminal med uret godkendelse af/forudsætning/
krav om, at alle ledere skal omvikles i urets retning.

Brugere af denne standard bør have godt kendskab til
standardens krav og dens anvendelse.

Objektivt vidnesbyrd, som dokumenterer dette kendskab,
bør ajourføres. Hvis objektivt vidnesbyrd ikke er
tilgængeligt, bør organisationen overveje periodiske
bedømmelser af personalets færdigheder med hensyn
til at anvende de visuelle godkendelseskriterier.

IPC-A-610 har kriterier, som ikke er indeholdt i IPC J-STD-
001, f.eks. håndtering af elektronikprodukter, mekanisk
montage samt andre krav til workmanship. Tabel 1-1
viser en oversigt relaterede dokumenter.

1 Godkendelseskrav for elektronikprodukter

Forord
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